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國產存儲雙雄正式邁入明牌擴張階段，其中長江存儲啟動 IPO輔導工作，2026 年一季度營

收突破 200 億元，同比大增 100%，長鑫科技同期營收高達 508 億元，同比漲幅 719.13%，

歸母淨利潤 247.62 億元，亮眼業績充分印證行業整體高景氣度；存儲行業大規模擴產浪潮

下，擴產資本開支中約八成資金流向設備採購，疊加半導體設備國產化率正從 20%-30%穩

步向 50%-60%邁進，設備產業鏈順勢迎來量價齊升的發展黃金週期；與此同時，國家層面

持續強調科技自立自強與產業鏈自主可控，疊加存儲龍頭 IPO提速有效提振市場做多情緒，

AI 半導體優質科技資產持續受到主流資金追捧，整體政策與市場形成強勢共振；在此背景下

行業投資主線已然清晰，建議緊抓存儲擴產與國產替代兩大核心方向，優先佈局深度切入半

導體龍頭供應鏈、擁有深厚技術壁壘的優質半導體設備企業。

國產存儲雙雄引領擴產浪潮，半導體設備產業鏈迎來黃金發展期
據媒體消息，長江存儲已啟動 IPO輔導工作，2026 年一季度營收突破 200 億元，同比實現翻倍增

長，全球市場份額穩步攀升至行業第三位。長鑫科技業績表現更為亮眼，今年一季度營收達 508 億

元，同比大漲 719%，歸母淨利潤接近 248 億元，根據上交所安排，公司將於 5月 27日迎來首發上

市審議，同時企業預判 2026 年上半年營收與淨利潤均將迎來數倍暴漲，此次 IPO擬募資 295 億元，

全部用於產線升級、存儲技術優化及前沿技術研發，兩大國產存儲龍頭正式邁入規模化擴張新階段。

存儲產業持續加碼擴產，行業資本開支中約八成資金用於設備採購，疊加半導體設備國產化率從

20%-30%加速提升至 50%-60%，直接推動設備產業鏈景氣度持續上行。在國家大力推進科技自立自

強、保障產業鏈自主可控的政策導向下，存儲企業上市提速進一步點燃市場投資情緒，AI 半導體賽道

備受資金青睞，帶動滬深及港股晶片標的走強，兆易創新（3986.HK）屢創歷史新高，中芯國際

(0981.HK)、華虹半導體（1347.HK）走勢強勁。政策與市場形成強勁共振，當前行業投資方向十分

明確，建議緊盯存儲擴產與國產替代兩大主線，重點佈局深度綁定晶片龍頭供應鏈、具備高技術壁壘

的優質半導體晶片及設備企業。
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圖一：半導體指數近一年表現情況

資料來源：Wind

核心驅動邏輯：政策+週期+AI 三重共振，支撐中長期產業持續高景氣

*政策強支撐：錨定科技自立自強，國產替代戰略地位持續拔高

2026 年《政府工作報告》將積體電路與人工智慧確立為新質生產力核心支撐，正式形成“芯為底

座、智為引擎”的雙輪驅動格局。其中，積體電路位列新興支柱產業首位，依託全鏈條技術攻關與資

金政策雙重保障，夯實產業硬體根基；人工智慧作為智能經濟核心引擎，持續拓展全域應用、升級算

力基建、完善行業治理。兩大產業雙向賦能、迴圈共生，加速半導體國產替代與產業生態完善，推動

行業規模與品質同步提升，助力國家科技自立自強與經濟高質量發展。同時，差異化政策導向將加劇

行業信用分化：深耕核心賽道、技術壁壘高、契合戰略方向的頭部企業將持續獲得資源傾斜、信用優

勢凸顯；而無核心技術、依賴外部供給、陷入同質化內卷的企業，政策支撐持續走弱，行業出清有望

提速。

其明確兩大產業發展方向：一方面實施產業創新工程，培育積體電路、航空航太等新興支柱產業，鼓

勵央企國企開放應用場景；另一方面推進“人工智慧+”行動，推廣智能終端與AI 智能體落地，推動

AI 規模化商業化應用，培育智能經濟新業態。政策將積體電路定位為數字經濟與高端製造的核心算力

底座，將人工智慧提升至智能經濟核心形態高度，推動兩大產業從獨立賽道，升級為“硬體底座-智

能演算法-場景應用”的完整閉環，承擔起保障產業鏈安全、培育經濟新動能的雙重戰略使命。認為
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以積體電路與人工智慧雙輪驅動培育新質生產力，晶片築牢產業硬體根基，人工智慧啟動數據要素價

值，二者雙向賦能、互為支撐，構建產業發展良性迴圈，既夯實當下支柱產業，又前瞻佈局未來新興

賽道，引領產業向高端化、智能化、綠色化轉型。而積體電路聚焦全產業鏈突破，攻堅先進制程、高

端晶片、EDA工具、光刻核心部件等關鍵技術，加速成熟制程擴產與國產替代；依託政策資金多重扶

持加大產業投入，聯動各方打通供需管道，搭建一體化產業集群，穩固產業發展根基，穩步提升核心

晶片自給率。人工智慧大力推進多領域“AI+”融合應用，孵化各類智能新興業態；持續完善智算、

通信等數字基礎設施，夯實全域算力支撐；同步培育開源產業生態，健全行業規範治理，平衡技術創

新與風險管控，全方位推動智能產業穩健發展。

在政策影響上，從產業端來看，積體電路行業全面提速國產替代，成熟制程產能有序放量，先進制程

研發攻堅持續加碼，產業鏈設備與材料自主化水準穩步攀升，行業規模不斷壯大，有望建成全球第三

大晶片產業製造高地。人工智慧打破單一應用模式，加速全域行業融合滲透，智能體普及、開源生態

完善、算電協同發展成為核心增長動力，依託智能經濟新業態，深度打通數字經濟與實體經濟融合發

展路徑；企業端而言，積體電路企業迎來資金、應用場景、產業政策全方位扶持，深耕晶片設計、晶

圓製造、封裝測試及上游設備材料賽道的企業率先享受發展紅利。人工智慧企業聚焦行業定制化方

案、智能終端產品研發與開源生態構建，借助政策扶持拓寬市場管道，加快前沿技術落地落地，高效

實現技術商業化與規模化應用。

*行業週期正式邁入上行通道，供需格局優化疊加存力需求迎來質變

當前全球半導體行業已徹底走出此前長達兩年的下行低谷，全面確立強勁的上行復蘇週期，數據上

看，2026 年全球半導體市場規模預計將突破 9750 億美元，同比增長超 25%，其中存儲與邏輯晶片

將成為增長核心引擎。與以往週期不同，本輪復蘇並非單純依賴消費電子週期性回暖，而是由AI 算

力革命驅動的結構性增長，行業景氣度正從上游設備材料向下遊應用終端逐級傳導，形成“上游領

漲、中游跟漲、下游回暖”的清晰傳導路徑，產業鏈各環節呈現明顯分化格局。
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圖二：2026 年全球半導體市場規模預計

資料來源：WSTS

當前全球AI 大模型技術保持高速迭代節奏，模型性能持續優化升級，海內外市場算力佈局熱潮不

減，行業算力軍備競賽愈演愈烈，直接全面拉動高端GPU、高性能CPU等核心算力晶片需求大增，

同時帶動各類存儲產品、先進封裝技術以及各層級晶圓代工業務需求集中釋放，產業鏈上下游訂單充

足、景氣度全面抬升。AI 產業高景氣行情持續升溫發酵，行業應用落地節奏不斷加快，算力、存力、

晶圓代工三大核心賽道深度綁定，全產業鏈形成強勁聯動共振的上行格局。以英偉達為代表的全球頭

部科技企業持續搭建完善成熟的算力產業生態，依託自身技術與市場優勢，順勢推動 800V高壓直流

供電架構、高帶寬HBM高端存儲、碳化矽功率半導體等前沿新興技術及配套硬體產品加速落地普

及，順利構建起清晰順暢的產業傳導邏輯，打造出算力升級帶動存力規模擴容、存力技術革新倒逼晶

圓製造工藝持續突破的正向發展迴圈，產業鏈協同賦能、聯動發展的效應愈發突出。

從上游端來看，上游半導體設備、半導體材料率先迎來需求爆發，成為週期復蘇的“先行指標”。設

備領域中，光刻、刻蝕、薄膜沉積三大核心設備需求最為旺盛，尤其先進制程（7nm及以下） 設備

訂單排期已延長至 2027 年，國產設備廠商在成熟制程領域的國產化率正快速提升至 30%以上。材料

方面，矽片、光刻膠、電子氣體、濕化學品等關鍵材料需求同步激增，韓國無水氫氟酸商近期開始從

中國採購，標誌著國產半導體材料在全球供應鏈中的地位持續提升。

在中游環節，存儲晶片與先進封裝賽道率先迎來業績拐點，功率半導體、模擬晶片等細分品類緊隨其

後。先進封裝作為突破摩爾定律的關鍵技術路徑，3D堆疊、Chiplet 等工藝在 AI 晶片領域的應用推
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動相關企業訂單量同比增長超 50%；功率半導體受益於新能源汽車與光伏儲能需求增長，SiC/GaN

等第三代半導體材料加速滲透；模擬晶片則憑藉高壁壘、高毛利特性，成為行業復蘇中的“穩定

器”。

圖三：半導體產業鏈情況

資料來源：上市公司招股說明書

以存儲行業為例，全球存儲行業自 2025 年 Q3完成行業築底，市場庫存經過連續 6個季度的去化已

降至健康水準，DRAM、NAND閃存產品價格自 2025 年下半年起進入穩步上行通道，其中DDR5

記憶體價格累計漲幅超 40%，3D NAND閃存價格漲幅超 25%。傳統消費電子、終端硬體需求穩步

回暖，2026 年全球智能手機出貨量預計增長 5%，PC出貨量增長 3%，為存儲行業提供堅實基本盤

支撐。而AI 產業的飛速發展更是徹底重塑存儲行業需求結構，帶來“量價齊升”的雙重紅利。大模

型訓練與推理落地、大型智算中心規模化擴容，催生高帶寬記憶體HBM、大容量企業級 SSD等高端

存儲產品的剛性需求——AI 伺服器的存儲配置量為傳統伺服器的 3-5 倍，單臺AI 伺服器HBM搭載

量可達 128GB-512GB，是普通伺服器的 8-32 倍。HBM作為 AI GPU的“標配”，全球產能高度集

中，SK海力士、三星等國際巨頭訂單排期已至 2027 年，國內企業正加速佈局HBM封裝與測試領

域。同時，AI 大模型對數據存儲的海量需求直接拉動通用DRAM、消費級NAND市場需求持續放

量，形成“高端引領、中低端跟進”的全面增長格局。
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投資策略：結構性機會為主，把握節奏、精選賽道
整體半導體板塊以結構性行情為主，投資需精准把握市場節奏、聚焦優質賽道。板塊整體具備中長期

持續佈局價值，但不存在普漲行情，操作上需分層把控：短期 1-3個月板塊由情緒驅動、波動顯著放

大，需謹慎追高，規避純情緒炒作的高位標的，耐心等待估值回調消化，同時重點跟蹤長鑫科技上會

結果、長江存儲 IPO推進進度及月度存儲價格核心數據；中期 3-12 個月，AI 算力景氣、存儲週期復

蘇、國產產能擴產三重邏輯將持續兌現，成為板塊核心支撐；長期來看，國內存儲與晶圓製造自主可

控進程持續深化，行業全球市場份額有望穩步提升，板塊長期配置價值十分突出。

結合行業發展趨勢，當前可重點佈局三大核心細分賽道。一是存儲晶片主線，作為行業核心投資方

向，重點關注港股稀缺存儲設計標的兆易創新(3986.HK)，以及長鑫存儲、長江存儲上下游的參股、

封測、材料等產業鏈標的如長電科技(600584.SH)，有研新材(600206.SH)等；二是晶圓代工賽道，

聚焦覆蓋成熟與先進制程、承接AI 及存儲代工訂單的中芯國際(0981.HK)，以及深耕特色工藝、主打

功率與MCU晶片的華虹半導體(1347.HK)；三是 AI 算力配套賽道，涵蓋HBM、先進封裝、半導體

設備、EDA等細分領域，充分受益於行業擴產浪潮與國產替代紅利。

但是投資過程中仍需警惕多重潛在風險，規避階段性回調壓力。首先是短期情緒退潮風險，長鑫科技

上會、長江存儲 IPO輔導落地屬於市場預期兌現節點，疊加板塊短期漲幅較大、估值偏高，容易引發

資金獲利了結，導致板塊沖高回落、波動加劇；其次是外部地緣制裁風險，先進制程設備、光刻膠、

EDA、高端存儲技術等領域受限，可能造成產能擴產、良率提升及HBM研發進度不及預期；最後是

行業週期與競爭風險，存儲價格上行乏力、全球AI 資本開支放緩、消費電子復蘇疲軟，將拖累行業

整體景氣度，同時國內擴產不及預期、良率爬坡緩慢，疊加海外巨頭降價競爭，會進一步擠壓國內企

業盈利空間。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而
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準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司
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	國產存儲雙雄正式邁入明牌擴張階段，其中長江存儲啟動IPO輔導工作，2026年一季度營收突破200億元
	國產存儲雙雄引領擴產浪潮，半導體設備產業鏈迎來黃金發展期

